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(57) Abstract: The invention relates to a method and a corresponding device for fixing at least one micromechanical chip in a 
housing that is optically transparent for radiation of at least one radiation of at least one predetermined cut-off wavelength, wherein 
an adhesive layer is applied between the chip and the housing and the adhesive layer is irradiated through the housing with the 
radiation of the cut-off wavelength for hardening purposes. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriflft ein Verfahren und die zugehorige Vorrichtung zur Befestigung wenigstens eines mi- 
kromechanischen Chips in einem fiir Strahlung wenigstens einer vorgegebenen Durchlasswellenlange optisch transparenten Gehause, 
bei dem - eine Klebstoffschicht zwischen dem Chip und dem Gehause angebracht wird und - die Klebstoffschicht zur Aushartung 
durch das Gehause hindurch mit Strahlung der Durchlasswellenlange bestrahlt wird. 



